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(57) Zusammenfassung: Es wird ein elektrisch leitfähiger 
massiver Kontaktstift (1) zum Einpressen in eine Öffnung 
(2) einer Leiterplatte (9), insbesondere für nicht metallisier-
te Öffnungen von CEM-Leiterplatten vorgestellt, wobei die 
Öffnung (2) der Leiterplatte vorgegebene Abmaße (D2) hat 
und der Kontaktstift (1) zumindest in einem Teilbereich zum 
Ausbilden einer Pressverbindung ein definiertes Übermaß
(D1.1 > D2) gegenüber den Abmaßen (D2) der Öffnung 
hat. Die einführbare Länge (l1) des Kontaktstifts (1) ist grö-
ßer als die Tiefe (l2) der Öffnung (2), so daß der Kontaktstift 
(1) im eingepressten Zustand durch die Leiterplatte (2) hin-
durch in Einführrichtung übersteht. 
Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass der Kontaktstift (1) 
nur über eine erste Teillänge (l1.1) ein Übermaß (D1.1) ge-
genüber der Öffnung (2) aufweist und in Einführrichtung vo-
ranliegend eine zweite Teillänge (l1.2) mit einem Untermaß
(D1.2 < D2) aufweist, welches kleiner ist als das Abmaß der 
Öffnung (D2), wobei die erste Teillänge (l1.1) kleiner als die 
Tiefe (l2) der Öffnung (2) der Leiterplatte ist, so daß nach 
dem Einführen zumindest ein Teil des zweiten Teilbereichs 
(l1.2) in der Öffnung verbleibt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen elektrisch leitfähi-
gen Kontaktstift zum Einpressen in eine Öffnung ei-
ner Leiterplatte gemäß dem Oberbegriff von An-
spruch 1 sowie elektrische Baugruppe mit einem sol-
chen Kontaktstift.

Stand der Technik

[0002] Derartige Einpresskontaktstifte werden mas-
siv aus einem Vollstück oder elastisch durch Ausge-
staltung von Federöffnungen ausgebildet. Die Öff-
nung der Leiterplatte hat dabei vorgegebene Abma-
ße, also bei den in der Regel vorgesehenen runden 
Öffnungen einen Durchmesser. Der Kontaktstift weist 
demgegenüber zumindest in einem Teilbereich zum 
Ausbilden einer Pressverbindung ein definiertes 
Übermaß gegenüber den Abmaßen der Öffnung auf, 
was eine Presspassung definiert. In der Regel ist zu-
dem die einführbare Länge des Kontaktstifts größer 
ist als die Tiefe der Öffnung, so daß der Kontaktstift 
im eingepressten Zustand durch die Leiterplatte hin-
durch in Einführrichtung übersteht.

[0003] Insbesondere bei massiven Kontaktstiften 
treten an Leiterplatten, insbesondere an Leiterplatten 
aus CEM- oder FR4-Materialien, Verformungen im 
Randbereich der Öffnungen aufgrund der Kräfte beim 
Einpressen auf. Insbesondere bei nicht durchkontak-
tierten Öffnungen besteht dann die Gefahr, dass mit 
die auf der in Einführrichtung des Kontaktstifts entge-
gengesetzten Seite liegende Leiterbahn nicht kontak-
tiert wird. Insbesondere können auch Bereiche des 
dielektrischen Grundmaterials der Leiterplatte beim 
Einpressen in Einpressrichtung zwischen den Kon-
taktstift und die Leiterbahn der Leiterplatte gescho-
ben werden. Da das dielektrische Grundmaterial 
selbst bei einem Lötprozess nicht benetzungsfähig 
ist, kann eine Kontaktierung dann nicht aufgebaut 
werden.

Aufgabenstellung

[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, einen Kontakt-
stift anzugeben, der diese Probleme umgeht. Diese 
Aufgabe wird durch die Merkmale des Anspruchs 1 
gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen sind den Unter-
ansprüchen zu entnehmen. Zudem soll eine elektri-
sche Baugruppe mit einer sicheren Kontaktierung 
auch für solche Leiterplatten angegeben werden.

Ausführungsbeispiel

[0005] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von 
Figuren und Ausführungsbeispielen näher erläutert. 
Es zeigen:

[0006] Fig. 1 Baugruppe mit einem erfindungsge-
mäßen Kontaktstift

[0007] Fig. 2 Kontaktstift und Leiterplatte vor dem 
Einpressen

[0008] Zur Vermeidung der Verformungen und da-
mit ggfs. einhergehenden elektrischen Kontaktprob-
leme weist der Kontaktstift nur über eine erste Teillän-
ge l1.1 ein Übermaß gegenüber den Abmaßen der 
Öffnung 2 auf, d.h. der gegenüber dem Durchmesser 
D2 der Öffnung größere Durchmesser D1.1 erstreckt 
sich nur über einen Teil des Kontaktstifts und es ist in 
Einführrichtung voranliegend eine zweite Teillänge 
(l1.2) mit einem Untermaß (D 1.2 < D2) vorgesehen, 
welches kleiner ist als das Abmaß der Öffnung (D2).

[0009] Die erste Teillänge l1.1 ist dabei kleiner als 
die Tiefe l2 der Öffnung 2 der Leiterplatte, so daß
nach dem Einführen zumindest ein Teil des zweiten 
Teilbereichs l1.2 in der Öffnung verbleibt. Dadurch 
wird sichergestellt, daß es auch bei massivem Kon-
taktstiften zu keiner oder einer deutlich geringeren 
Verformung der Leiterplatte beim Einpressen kommt. 
Nach dem Einpressen verbleibt so zwischen dem 
Kontaktstift 1 und der Öffnung 5 im unteren Randbe-
reich ein Zwischenraum 7, der bei sinnfälliger Dimen-
sionierung ausreichend ist, um ein Aufsteigen von Lot 
8 in diesen Zwischenraum 7 zu ermöglichen.

[0010] Die einführbare Länge l1 des Kontaktstifts 1
wird durch den aus dem Kontaktstift ausgeformten 
Anschlag 1.3 begrenzt, wobei dieser vorzugsweise 
zur besseren Kraftverteilung zumindest an zwei Sei-
ten axial symmetrisch oder umlaufend ausgebildet 
ist.

[0011] Der zweite Teilbereich l1.2 weist in der ge-
zeigten Ausgestaltung einen Übergangsbereich zum 
ersten Teilbereich l1.1 auf, in welchem eine stetige 
Verjüngung erfolgt. Dadurch können ein Verkanten 
beim Einführen verhindert und eine relative konzent-
rische Ausrichtung des Kontaktstifts 1 zur Öffnung 2
ermöglicht werden.

[0012] Ein derartiger Kontaktstift wird vorzugsweise 
durch Schwall-Löten auf der der Einführrichtung des 
Kontaktstifts entgegengesetzten Seite mit der Leiter-
platte verbunden. Der besondere Vorteil dieses Kon-
taktstifts zeigt sich bei der Betrachtung einer entspre-
chenden Verbindung, welche in Fig. 1 skizziert ist. 
Dort ist deutlich die geringere Verformung im unteren 
Randbereich der Öffnung 2 der Leiterplatte und die 
Ausbildung einer guten Lötverbindung auf der Unter-
seite durch Einfließen des Lots während des 
Schwalllötens zu erkennen, wobei gerade kaum die-
lektrisches Leiterplattenplattenmaterial 9 in diesem 
Randbereich verformt, zumindest nicht bis in den Be-
reich zwischen Kontaktstift und Leiterbahn 6 ge-
bracht wird, so dass auch keine Benutzungsproble-
me auftreten.

[0013] Ein derartiger Kontaktstift kann für die Anbin-
2/4



DE 10 2004 006 533 A1    2005.09.01
dung elektrischer Bauelemente einer elektrischen 
Baugruppe an einer Leiterplatte genutzt werden, wo-
bei zumindest ein Bauelement entsprechende Kon-
taktstifte 1 aufweist und die Kontaktstifte 1 auf der in 
Einführrichtung entgegengesetzten Seite der Leiter-
platte durch Schwall-Löten mit einer Leiterbahn 6 der 
Leiterplatte 9 elektrisch verbunden sind.

[0014] Zudem eignet sich ein derartiger Kontaktstift 
für die Ausbildung einer Verbindung zwischen elektri-
schen Leiterbahnen 3, 6 auf der Ober- und Unterseite 
einer Leiterplatte, indem der Kontaktstift 1 in eine Öff-
nung 2 von Kontaktzonen der Leiterbahnen 3, 6 auf 
der Ober- und Unterseite der Leiterplatte 9 einge-
presst ist. Der Anschlag 1.3 des Kontaktstifts (1) be-
rührt dabei auf der in Einführrichtung liegenden Seite 
die dort befindliche Kontaktzone der Leiterbahn 3, 
während der Kontaktstift 1 auf der in Einführrichtung 
entgegengesetzten Seite durch Schwall-Löten mit 
der dort liegenden Kontaktzone der Leiterbahn 6
elektrisch verbunden ist.

[0015] Derartige elektrische Baugruppen können 
mit einer Leiterplatte 9 aus preiswertem Material, ins-
besondere CEM1, CEM3 oder FR4 aufgebaut sein, 
die bisher für Baugruppen mit Einpreß-Kontaktstiften, 
insbesondere massiven Kontaktstiften ungeeignet 
waren. Die Öffnung 2 in der Leiterplatte 9 braucht da-
bei nicht metallisiert zu sein und kann in der Leiter-
platte 9 gestanzt werden.

[0016] Gerade für diese preiswerten Leiterplatten 
können durch die vorgeschlagenen Kontaktstifte in 
Verbindung mit dem Schwalllötprozeß auf der Unter-
seite deutliche Kosteneinsparungen erzielt werden.

Patentansprüche

1.  Elektrisch leitfähiger Kontaktstift (1) zum Ein-
pressen in eine Öffnung (2) einer Leiterplatte (9), ins-
besondere für nicht metallisierte Öffnungen, wobei  
– die Öffnung (2) der Leiterplatte vorgegebene Abma-
ße (D2) hat und der Kontaktstift (1) zumindest in ei-
nem Teilbereich zum Ausbilden einer Pressverbin-
dung ein definiertes Übermaß (D1.1 > D2) gegenüber 
den Abmaßen (D2) der Öffnung hat und  
– die einführbare Länge (l1) des Kontaktstifts (1) grö-
ßer ist als die Tiefe (l2) der Öffnung (2), so daß der 
Kontaktstift (1) im eingepressten Zustand durch die 
Leiterplatte (2) hindurch in Einführrichtung übersteht,  
dadurch gekennzeichnet, daß  
– der Kontaktstift (1) nur über eine erste Teillänge 
(l1.1) ein Übermaß (D1.1) gegenüber der Öffnung (2) 
aufweist und  
– in Einführrichtung voranliegend eine zweite Teillän-
ge (l1.2) mit einem Untermaß (D1.2 < D2) aufweist, 
welches kleiner ist als das Abmaß der Öffnung (D2),  
– wobei die erste Teillänge (l1.1) kleiner als die Tiefe 
(l2) der Öffnung (2) der Leiterplatte ist, so daß nach 
dem Einführen zumindest ein Teil des zweiten Teilbe-

reichs (l1.2) in der Öffnung verbleibt.

2.  Kontaktstift nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß ein Anschlag (1.3) vorgesehen ist, wel-
cher die einführbare Länge (l1) des Kontaktstifts (1) 
begrenzt.

3.  Kontaktstift nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daß der zweite Teilbereich (l1.2) ei-
nen Übergangsbereich zum ersten Teilbereich (l1.1) 
aufweist, in welchem eine stetige Verjüngung erfolgt. 

4.  Elektrische Baugruppe bestehend aus einer 
Leiterplatte (2) und elektrischen Bauelementen, wo-
bei zumindest ein Bauelement Kontaktstifte (1) nach 
einem der vorangehenden Ansprüche aufweist und 
die Kontaktstifte (1) auf der in Einführrichtung entge-
gengesetzten Seite durch Schwall-Löten mit einer 
Leiterbahn (6) der Leiterplatte (9) elektrisch verbun-
den sind.

5.  Elektrische Baugruppe bestehend aus einer 
Leiterplatte (2) mit elektrischen Leiterbahnen (3, 6) 
auf der Ober- und Unterseite, wobei eine elektrische 
Verbindung zwischen Leiterbahnen (3, 6) auf der Ob-
er- und Unterseite durch zumindest einen Kontaktstift 
(1) nach Anspruch 2 erfolgt,  
– indem der Kontaktstift (1) in eine Öffnung (2) von 
Kontaktzonen der Leiterbahnen (3,6) auf der Ober- 
und Unterseite der Leiterplatte (9) eingepresst ist,  
– wobei der Anschlag (1.3) des Kontaktstifts (1) auf 
der in Einführrichtung liegenden Seite die dort befind-
liche Kontaktzone der Leiterbahn (3) berührt und  
– der Kontaktstift (1) auf der in Einführrichtung entge-
gengesetzten Seite durch Schwall-Löten mit der dort 
liegenden Kontaktzone der Leiterbahn (6) elektrisch 
verbunden ist.

6.  Elektrische Baugruppe nach einem der voran-
gehenden Ansprüche 4 oder 5, dadurch gekenn-
zeichnet, daß eine Leiterplatte (9) aus CEM- oder 
FR4-Material verwendet wird.

7.  Elektrische Baugruppe einem der vorangehen-
den Ansprüche 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß
die Öffnung (2) in der Leiterplatte (9) nicht metallisiert 
ist.

8.  Elektrische Baugruppe einem der vorangehen-
den Ansprüche 4 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß
die Öffnung (2) in der Leiterplatte (9) gestanzt ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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